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内容概要

本书是美国有关电子封装的密封性方面的专著，对国内的微电子行业特别是混合集成电路行业有重要
指导意义。
本书的目的在于为电子封装工程师和其他专业人士提供必要的背景知识和解决问题的实例，使他们能
够应用这些知识解决所遇到的问题。
书中给出了99个问题及解答。
这些问题都是电子封装行业发生的有代表性的问题，对实际工作有重要指导意义。
    本书适合微电子和混合集成电路专业的封装工程师、 可靠性试验室的实验人员及系统单位负责元器
件模块质量检验的人员阅读，也适合作为高等学校微电子专业的本科生、 研究生电子封装可靠性方面
课程的教材或参考书。
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作者简介

哈尔·格林豪斯(Hal Greenhouse)先生拥有物理化学专业硕士学位，是美国联合信号公
司(AlliedSignalCorporation)退休的材料科学家。
他职业生涯的头三年从事喷气发动机用高温金属陶瓷的研发，接下来六年从事通信和计算机行业应用
的铁氧体材料的研发。
他是混合微电路技术的开发先驱：从1959年起就开始研究薄膜基片的真空沉积，1968年转移到厚膜领
域，开发了厚膜工艺并制定了军用要求。
他是美国导弹项目用高可靠混合微电路的专业带头人，建立了这类器件的加工要求。
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